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摘要(译)

一种用于在基板上定位微器件的装置，包括：一个或多个支撑件，用于
保持供体基板和目标基板;粘合剂分配器，用于在供体基板上的微器件上
输送粘合剂;转移装置，包括转移表面，用于转移供体基板和目标基板。
从供体基板到目标基板的微器件和控制器。控制器被配置成操作粘合剂
分配器，以基于目标基板上所选择的微器件的所需间隔，选择性地将粘
合剂分配到供体基板上的所选微器件上。控制器被配置为操作转移装
置，使得转移表面与供体基板上的粘合剂接合，以使所选择的微器件粘
附到转移表面，然后转移表面将所选择的微器件从供体基板转移到目的
基板。
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